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陰極面上にほぼ均一なめっき皮膜を形成させ得ることが
分かった．
Ｌｚ＝dimensionlesscoordinateinthedirectionperpendicu‐ 
ｌａｒｔｏｔｈｅｊｒ－ｙｐｌａｎｅ ［－］ 
〃＝coordinateinthenormaldirection ［－］ 
四ｃａｌ＝unevennessindexontheoreticallypredictedthickness
ofmetaldeposｉｔ ［－］ 
Ｒ画:p＝unevennessindexonobservedthicknessofmetal
deposit ［－］ 
J/ｉｚ＝electricpotentialofanode ［Ｖ］ 
Ｖ６＝electricpotentialofcathode ［Ｖ］ 
Ｗ＝cathodewidth［ｍ］ 
工＝coordinateinthedirectionalongthecathodesurface
［ｍ］ 
Ｘ＝dimensionlessjrcoordinate ［－］ 
Zノ＝coordinateinthedirectionperpendiculartothecath
odesurface ［ｍ］ 
Ｙ＝dimensionlessycoordinate ［－］ 
結言
パルスめっきにおける皮膜のレベリングの向上を目的
に，種々の電極を用いた場合の電解槽内の電場解析を行
い，陰極近傍の電位分布とめっき皮膜厚の定量的な関係，
さらには遮蔽板の設置によるめっき皮膜の均一化への効
果について理論および実験の両面から検討を行った．そ
の結果，以下の結論を得た．
１）パルス電解によるめっき皮膜厚の解析結果は実験
結果と概ね一致し，有限要素法を用いる静電場解析とそ
れに基づくめっき皮膜厚算出法の妥当性が示された．
２)本解析法により，パルスめっき皮膜厚と，電極間
隔，寸法，形状などの幾何学的因子の関係が定量的に明
らかになった．
３）陰極近傍に遮蔽板を設置することで,めっき皮膜厚
のレベリングの向上が可能となることが判明した．
８ ＝dimensionlesslocalthicknessofmetaldepositonthe 
cathode ［ｍ］ 
＝averagedthicknessofmetaldeposiｔｏｎｔｈｅｃａｔｈｏｄｅ 
［ｍ］ 
＝setangleofcutoffplateagainstcathode ［rad］ 
＝electricconductivity ［S･m-l］ 
＝standarddeviationoflocalthicknessofmetaldeposit 
［ｍ］ 
＝dimensionlesselectricpotentiaｌ ［－］ 
＝electricpotential ［Ｖ］ 
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Nomenclature 
a＝dimensionlessparameteronanodewidth ［－］ 
６＝dimensionlessparameterondistancebetweencutoff 
plateandcathode ［－］ 
Ｅｒ＝工componentofintensityofelectricfieldintheelectro・
lyticbath ［Ｖ･ｍ－１ 
Ｅｇ＝ycomPonentofintensityofelectricfieldintheelectro-
lyticbath ［Ｖ･ｍ－Ｕ 
ｚ＝dimensionlessparameterondistancebetweeneleo 
trodes ［－］ 
Zr＝zcomponentofcurrentdensityintheelectrolyticbath 
［Ａ･cm-2］ 
”＝〃componentofcurrentdensityintheelectrolyticbath
［Ａ･cm-2］ 
ルーlocalcurrentdensityonthecathodesurface［Ａ･cm-2］
〈ん,c>=averagedcurrentdensityonthecathodesurface
［Ａ･cm-2］ 
ＬＺ＝dimensionlessjrcoordinateonthecathodesurface 
［－］ 
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ImprovementinLevelingofPulse-PlatedMetalDeposit 
ShigeruMori,MikioKumita,AkiraTanimotoandJunchenLu＊ 
Dept・ｏｆＣｈｅｍ.＆ＣｈｅｍＥｎｇ,KanazawaUniv.,Kanazawa９２０
KeDWOrdS：SurfaceTreatment，PulsePIating，NumericalAnalysis，Potential 
Contour,MetalDepositLeveling 
AnelectricPotentialfieldinanelectrolyticbaththatcontainselectrodesofvarious 
geometricshaPesforpulseplatingwasnumericallyanalyzedbyusingthefiniteelement 
method,anddimensionlessthicknessdistributionofmetaldepositonthecathodewas 
estimatedfromthepotentialdistributioninthebathRelationsbetweenthepotential 
distributioninthebathandthethicknessdistributionofmetaldepositwereinvestigat-
edonthebasisofbothcalculatedresultsandexperimentaldataforpulseplatingof 
cOpper・Moreover,animprovementinlevelingofthepulse-platedmetaldepositwas
discussed 
Thecalculatedresultsofdimensionlessthicknessdistributionsofmetaldepositon 
thecathodeagreedwiththeexperimentalones,showingthevalidityofthenumerical 
analysisemployedinthisworkRelationsbetweenthethicknessdistributionsofmetal 
depositandthegeometricfactorssuchasdistancebetweentheelectrodes,sizeand 
shapeoftheelectrodeswerequantitativelyclarifiedbythepresentnumericalanalysis・
Furthermore,byincludingcutoffplatesnearthecathode,theelectricpotentialfieldin 
thebathcouldbecontrolled,andlevelingofthepulse-platedmetaldepositwasalso 
improvedeffectively． 
＊ShanghaiA-PexTechniqueConsultiｎｇＣｏ.,ＬＴＤ． 
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